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	→内容简介

	银浆灌孔技术是采用物理的方法，贯通双面的导电线路连接。其制作技术是利用银质导电浆料通过丝印网版的漏印，渗入预制好的孔中，然后利用毛细管原理及抽真空的作用渗透到孔径内，使孔内注满银、碳质、铜质导电印料，进而形成互连导通孔。

印制线路板以导电层分类，可分为单面、双面、多层三类。双面和多层原则有着一共同点，就是两者都需要导体连接其层面。为层面之间添设导体的普通方面，就在于印制电路板上的各指定点先冲孔或钻孔，然后在孔壁的周围形成导体层。该导体层就会在各层面之间制造电气触点形成回路。形成互孔连接的方法很多，如：引线、铆钉或无电镀方式（化学沉铜法，黑化法）将导体物质镀上孔壁，再直接电镀法等等。这类方式各有利弊，也非常有效，但制造成本昂贵及带来的环保的复杂。贯孔技术的产生，形成有效的互连孔方式，可弥补了这一缺陷。相对于金属化孔而言，银浆贯孔工艺有以下几个方面的特点：（1）加工方法简便，技术容易掌握；（2）可用FR-1的酚醛纸基板代替CEM-3、FR-4的环氧玻璃布板，节约基材成本；（3）采用物理方法贯孔，节约了双面板制作时需用的大量水、电、热源；（4）节省了大量的贵重金属如铜、镍、金、锡铅等，且无三废污染；（5）适合大批量流水作业，缩短了双面板的生产周期。

我国银胶贯孔电路板生产工艺虽然发展时间较长，但国内大规模使用银胶贯孔生产电路板并不成熟，企业规模不大，占比PCB行业份额较小，2014年市场规模预计在21亿元左右。目前国内银胶贯孔电路板与铜浆贯孔电路板生产规模逐渐分化，铜浆贯孔板比例有所提高，预计2016年铜浆贯孔板达到银胶贯孔的2被左右。目前银胶贯孔电路板市场仍然较大，对其他PCB板市场产品替代率较高，银胶贯孔将渗透双面PTH12-15%的产品市场，而铜胶贯孔将可取代双面PTH25%的领域。若使用铜胶将可以相对于传统PTH产品降低15%成本，因此，未来重点研发铜胶贯孔板成为一大方向。

2014年，中国印制电路板行业市场规模为1491.07亿元，同比增长5.97%。预计2015-2020年，中国印制电路板行业的市场规模将从1595.58亿元增长到2191.36亿元，年增长率在6-7%之间。随着对PCB行业环保要求的提高，实现清洁生产是PCB行业实施可持续发展的有效途径之一，改革工艺流程，开展清洁生产，在源头和过程中减少污染物的产生，特别是在PCB板孔金属化工艺向环保型新工艺发展具有广阔的市场和前景

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、国家海关总署、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国行业研究网以及国内外多种相关报刊杂志媒体提供的最新研究资料。本报告对国内外银浆灌孔电路板行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对银浆灌孔电路板下游行业的发展进行了探讨，是银浆灌孔电路板及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握银浆灌孔电路板行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。
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第三章 银浆灌孔电路板行业市场分析
第一节 2009-2014年中国银浆灌孔电路板市场规模及增速

图表：2012-2014年中国银胶贯孔电路板市场规模及增速
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影响银浆灌孔电路板市场规模的因素
政策因素
众所周知，传统的线路板行业，环境污染是不可回避的问题之一。如何寻求发展与环境之间的平衡，如何促使企业实现由低端走向高端的转变，是线路板行业突破要点。
近年来包括政府、企业在内的各领域主体对印制电路板绿色制造的推广力度持续扩大。继欧盟颁布《关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（ROHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）、《化学品注册、评估、许可和限制》（REACH）指令后，我国政府也发布了《电子信息产品污染防治管理办法》（中国版 ROHS），要求控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品。此外，国家环保部于 2009年2月1 日开始实施的《清洁生产标准·印制电路板制造业》，推动中国 PCB 行业走上清洁生产的轨道，成为资源节约型、环境友好型的行业。日益严格的环保要求提高了 PCB 企业的投入和运营成本，抬高了准入门槛，促进行业健康发展。
产业政策大力扶持 

信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨 越式发展已经成为中国的基本战略。中国将努力实现信息产业的跨越式发展，大 力推进国民经济和社会信息化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展。 随着电子政务、电子商务、以及企业信息化热潮的到来，信息产业将有更大的市 场空间，中国电子技术和电子产品亦面临更新换代的关键时期，国家产业政策支 持中国新型元器件的发展，以提高信息化装备和系统集成能力，其中，印制电路 板是重点发展的项目之一。
行业重心向中国的转移客观上刺激了行业发展 

目前，亚洲各国在劳动力资源、市场、投资及税收政策等方面的优惠措施， 吸引美国及欧洲的制造业向亚洲转移。中国大陆具有得天独厚条件，大量的电子 产品及设备制造商将工厂设立在中国大陆，并由此带动相关产业的发展。中国大 陆正逐渐成为全球印制电路板制造中心，也必然会促进全球印制电路板采购向中 国大陆转移，已经形成的区位优势有助于中国大陆印制电路板技术水平的提高和 行业的整体提升，市场的配套需求增长强劲，行业前景看好。
国内行业总体技术水平与国际技术水平存在差距
目前，中国印制电路板产量已经上升至全球第一位，但与欧美、日本等 PCB强国相比，中国产品技术水平尚有差距，总体来看产品技术附加值仍然较低，产品制造技术和工艺水平有待进一步提高。
基础技术研究与开发薄弱
与欧美、日本等 PCB 强国相比，中国印制电路板制造企业在研发资金投入、科研人员培养以及熟练专业技术工种的基础教育等环节尚存在一定差距。因此，我国印制电路板制造企业必须加大对研发、人力等的持续投入与培养方可推动本行业的进一步发展壮大。
市场发展潜力分析
信息产业的飞速发展极大地刺激了印制电路的大规模生产，PCB 已经成为电子系统的主要产品，它几乎在所有的电子产品中得到使用。而一些工厂设备水平较低，生产工艺落后陈旧，造成原料的转化率和产品的产出率均较低；消耗高、损耗大、废弃物多。这是造成PCB 企业成本增加和污染严重的重要原因。为了在PCB 整个工艺流程中实现清洁生产，就必须采用先进的生产工艺和技术备，这样既淘汰了落后工艺，升级提高了市场竞争力，又降低消耗，减少了污染，有利于企业的可持续发展。
印制线路板以导电层分类，可分为单面、双面、多层三类。众所周知，孔金属化流程是PCB 制造过程中的一个关键环节，这一过程使非导电的绝缘通孔转化为活性的导电通孔。积层法多层板与原传统的电镀铜贯通孔工艺方式的多层板，在工艺技术、产品结构上有着很大的不同。双面和多层需要导体连接其层面。为了将不同层面相互连接，首先必须在印制电路板上的各指定点冲孔或钻孔，然后在孔壁周围形成导体层，该导体层就会在各层面之间制造电气触点形成回路。形成互孔连接的方法很多，如：引线、铆钉或无电镀方式(化学沉铜法，黑化法)将导体物质镀上孔壁，以及直接电镀法等一些传统的方法。这些方式各有利弊，也非常有效，但制造成本昂贵并会产生大量的生产废水或废气。而贯孔技术是一种新的互连孔方式，可大大弥补传统技术的不足。
市场需求现状及发展趋势
PCB板加工技术日趋成熟，价格的界限和利润正在缩减，银浆贯孔新技术的产生，为降低PCB板的成本和提高利润指明了一个方向。通过导电印料的丝网漏印达到双面印制线路板连接技术，已被愈来愈多的印制板工业界人士所接受。这种银、铜或碳导电浆料贯孔的网印技术，已在更多的电子领域被采纳和吸收。简单和快捷的生产方式，有效的互连孔连接技术，绿色环保型加工方法，给PCB产业带来了福音。银浆贯孔工艺适合于简单的双面、四层板，可以代替沉铜和电镀流程，银浆孔只起导通上下层的作用，非插件孔，其成品一般用于简单家用电器。
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电       话：                                    传真：                                            


地       址：                                                                                       


邮       编：                                电子邮件：                                            


报告及专项：                                                                                   


                                                                  份数：                              


服 务 方 式： □ 全套版本（含印刷版及电子版）  □ 电子版本（电子邮件发送）  □ 印刷版本（免费快递）                


特别推荐订阅套餐


□ 战略套餐： 4份研究报告，特惠订阅费用 3万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：全面了解行业上下游产业链，对行业脉络进行系统性梳理，厘清产品流通各个环节，实现企业的成长与产品的成功。�
�
□ 发展套餐： 8份研究报告，特惠订阅费用 5万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：充分了解行业重点领域发展态势，准确掌握市场热点变化趋势，为营销策略的制定、企业的战略规划提供有力支持。�
�
□ 智慧套餐：15份研究报告，特惠订阅费用 8万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：深入了解行业细分市场及关联产业发展形势，挖掘各领域投资机会，延伸企业经营触角，实现企业跨行业并购整合。�
�
□ 总裁套餐：20份研究报告，特惠订阅费用10万元，自选报告或咨询客服，全年尊享专家咨询指导及跟踪服务


套餐价值：多角度！多层面！透视各行业、各业务发展，完善集团管控体系，准确掌舵集团航向，有效降低企业智力投资成本。�
�
订阅《成功经理》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                     


企业中高层的行动纲领 有效解决问题：模式、效率、执行…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                  


订阅《卓越管理》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                      


总裁必备启迪智慧教材 有效解决问题：策略、管理、定位…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                  


订阅《赢销战略》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                         


全实战的营销执行方案 有效解决问题：战略、方向、策划…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                       


订阅《才经资本》期刊，□印刷版3000元/年 □电子版2000元/年     年    份。起订时间：                            


跨界实操人力资源圣经 有效解决问题：团队、激励、绩效…半月刊，全年24期，每月1、15日出品，同步提供世界经营管理智慧。                
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□ 汇款至 中国建设银行              □ 汇款至 中国工商银行


帐户名：深圳市中研普华文化传播有限公司     帐户名：深圳市中研普华管理咨询有限公司


开户行：中国建设银行深圳市分行             开户行：中国工商银行深圳市分行


帐  号：44201501100052563302              帐  号：4000023009200181386





总部地址：深圳市福田中心区深南中路东风大厦12层（518031）


全国统一服务热线：400-85������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6-5388  400-086-5388 免费电话


订阅热线：0755- 25425716  25425726  25425736  25425706


0755- 25425756  25425776  25420896  25420806


0755- 25426596  25427856  25428586  25429596


传    真：0755- 25429588  25428099  全年无休  24小时服务


官方网站：中国行业研究网www.ChinaIRN.com深圳/ 北京/ 上海
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